
  

                スマートフォンのサプライチェーンと５Ｇ特需 
            超高速･超低遅延･多数同時接続がもたらす可能性 

                     2020年版 Ａ４版２２０ページ 本体価格￥68,000 

スマートフォン/第5世代と第2~4G世代機市場構成比の推移/予想
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